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La presente invention concerne la fabrication de 
plaquettes a circuits imp rimes . 

Les procedes de fabrication de plaquettes §. cir- 
cuits imprimes sont generalement du type totalement sous— 
tractif ou bases sur des techniques semi -additives. La 
fabrication des plaquettes 1 circuits imprimes suivant le 
procede soustractif comprend les etapes suivantes : 

1. Revetement d T un stratifie de haute qualite appro- 
prie avec un clinquant en cuivre (d'une epaisseur 
de 25 a 35 microns) avec liaison par collage sous 
press ion. • 

2. Definition par photolithographie d r un motif de 
circuit dans une reserve, resistant a l'attaque de 
substances chimiques, superposee. 

3. Attaque chiiaique a l'§tat humide du clinquant en 
cuivre 3. nu. 

4. Enlevement de la reserve de facon & mettre S. nu le 
cuivre res tan t pour en permettre un traitement ul- 
terieur, par exemple, pour son etamage et l 1 inser- 
tion de composants. Des trous {si necessaire) se- 
raient revetus a ce stade pax un procede non elec- 
troly tique . 

La fabrication serai-additive de plaquettes h cir- 
cuits imprimes est legerement differente du procede ci-des- 
sus. Des plaquettes pre-percees sans clinquant metallique 
sont traitees avec des solutions ioniques Sn/Pd de f aeon S 
rendre les surfaces actives en vue du revetement non elec- 
trolytique en cuivre. Les etapes du procede sont les sui- 
vantes s 

1. Nettoyage et preparation du stratifie de haute qua 
lite (percej. 

2. Immersion dans des solutions de SnCl 2 /PdCl 2 ; ringa 
ge et sechage. 

3. Immersion dans une solution de plaquage (non elec- 
trolytique) et revetement de la totalite de la pla 
quette suivant une epaisseur de 0,5 a 1 micron 

(y compris des trous) . * 
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4. Application de la reserve ayant le motif desire. 

5. Immersion de 1" ensemble dans un bain de galvanoplas- 
tie. 

Placage des zones exposees a une epaisseur comprise 
5 entre 25 et 35 microns. 

6. Enlevement de la reserve. Immersion dans une subs- ; 
tance attaquant le cuivre' et attaque de la fine cou- 
che de cuivre maintenant mise a nu de fagon a def i- 
nir des zones conductrices discretes. 

lO 7. Cuisson de la plaquette pour consolider le placage. 

8. Etamage et insertion de composants. 

Le placage des trous est execute simultanement a 
celui des zones conductrices plates. Une fabrication de pla- 
quettes a circuits imprim§s totalement additive fait appel 
15 au processus de depot de cuivre non electrolytique de facon 
a deposer tout le cuivre necessaire dans le circuit. II 
existe plusieurs procedes qui permettent de definir les zo- 
nes conductrices dans ce type de placage non electrolytique 
et on se reporter a a ce sujet, par exemple, au brevet an- 
2o glais n° 1.487.227. Celui-ci utilise une plaquette chargee 
en TiO , de facon a remplacer les ions Sn comme sensibili- 
sateur de placage non electrolytique; la reduction Pd est 
alors effectuee dans les seules zones exposees au rayonne- 
ment ultraviolet (par 1' intermedia ire d'un masque). 
25 Selon la prSsente invention, on a pr&vu un procede 

de fabrication de dispositifs a circuits imprimgs comprenant 
les gtapes suivantes : depot d'un motif sur un substrat iso- 
lant, ce motif etant constitue de resine §poxy chargee a 
1' argent, immersion du substrat avec son motif dans un bain 
30 de placage en cuivre non electrolytique, puis traitement du 
substrat plaque de facon a consolider le motif en cuivre. 

On procedera maintenant a la description des mo- 
des de realisation de la presente invention. La prSsente in- 
vention utilise de 1' argent metallique comme milieu de nu- 
35 cliation de fa 9 on a faciliter le depot non electrolytique de 
cuivre, 1' argent se trouvant sous forme de paillettes fines, 



2445090 



io 



15 



ayant typiquement un diametre de particule compris entre 20 
et SO microns, qui est charge dans une resine epoxy (typi- 
quement une resine de bisphenol A avec un produit de durcis- 
sement constitue d* amine aroma tique) . La resine chargee en 
argent est imprimie par pochoirsur le substrat sous le mo- 
tif de conducteurs desire. Si I'on a besoin de connexions 
traversant la plaquette, dans le cas par exemple de pla- 
quettes a" double face, les trous doivent etre perces avant 
l f operation d' impression. Par un contr61e effectue avec 
soin de la rheologie de la resine et du choix des condi- 
tions d' impression (par exemple Vitesse d' impression, 
type de pochoir, geometrie de l f emulsion et separation 
substrat-pochoir) il est possible de deposer la resine 
chargee sur les parois interieures des trous de la plaquet- 
te. On utilise une technique a passes multiples a l"etat 
humide dans laquelle, lors de la premiere passe r la resi- 
ne est amenee a traverser le pochoir et definit les zones 
conductrices; lors de la seconde passe et des passes ul- 
terieures, la resine est amenee a ne traverser que les 
zones qui ne sont pas supportees par le substrat situe au- 
dessous, c'est-a-dire les trous du substrat. Le materiau 
est transfere dans les trous et par consequent recouvreat 
les parois. Lors de 1" impression du motif sur le cote op- 
pose du materiau de la plaquette, le materiau sera de nou- 
Veau depose a 1 1 emplacement des trous ou dans les trous, 
formant une pellicule continue entre les cOtes opposes de 
la plaquette. Le substrat peut etre constitue de n'importe 
quel materiau pouvant se presenter sous forme de feuille 
plate, et pouvant supporter le cycle de cuisson de la resi- 

30 ne conductrice. * 

(Avant d 'imprinter l'envers de la plaquette, le 
premier cote doit etre seche de facon, par exemple, a ne 
pas salir le conducteur) . II est necessaire que la. couche 
imprimee contienne de 1' argent metallique a la surface ,mais 
il n'est pas indispensable que la resine ait une formule 
specif ique lui conferant une faible resistivite massique, 
etant donne que ce sont ses caracteristiques de surface ■ 
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qui sont les plus iinportantes. 

La placuette et les conducteurs sont maintenant 
immerges dans un bain de placage en cuivre, dont la formule 
est bien connue de l'homme de l'art. Le placage commence 
a une temperature comprise entre 20 et 22°C, le taux de 
placage maximum etant obtenu a une temperature de 35°C;les 
taux de placage varient entre 0,05 micron par heure et 
quelques microns par heure en fonction des conditions de 
placage. Le taux peut etre augments par incorporation de 
l'un des traitements suivants ou de la totalite de ces 
traitements a la plaque tte et a la solution de placage: 
1. immersion de la plaquette imprimee dans un solvant 

pour r€sine epoxy; la dimethy If ormamide , le dichloru- 
re de methylene sont deux des solvants possibles (le 
premier ayant la pref erence) ; l'iiumersion est effec- 
tuee a la temperature ambiante pendant une duree 
comprise entre 25 et 30 minutes. Sechage de la pla- 
quette, rincage dans une eau desionisee et nouveau 
sechage. Immersion de la plaquette trai tee dans la 
solution de placage en cuivre non electrolytique stan- 
dard pendant 1 i lO heures (en fonction de l'epais- 
seur de la pellicule requise) . Rincage de la plaquette 
revetue, sechage et cuisson a une temperature compri- 
se entre lOO et 140°C pendant 1 a 4 heures de facon 
a consolider le placage en cuivre . 
2 .Immersion de la plaquette imprimee dans un solvant 

pour resine epoxy, par exemple, dans de la dimethyl- 
f ormamide pendant 5 a lO minutes, rincage et sechage. 
Addition a la solution de placage en cuivre d'une so- 
lution acide 0,5 molaire de chlorure d'etain (2) de 
O 05 a CI % en volume. Immersion de la plaquette trai- 
tSe dans ladite solution pendant 1 a 5 heures en fonc- 
tion de l'epaisseur de la pellicule. Rincage dans 
1'eau froide, sechage a une temperature comprise entre 
,c lOO et 140°C pendant 1 a 4 heures. 

" 3 immersion de la plaquette imprimee d'une duree compri- 
se entre 30 secondes et 1 minute dans une solution 
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acide O r 2 molaire de SnCl 2 ,Rincage dans de l'eau de- 
sionisee. Immersion de la plaquette dans une solution 
de placage en cuivre non electro lytique standard pen- 
dant 1 a 5 heures. Ringage et cuisson a une tenpera- 
ture de 100 a 140°C pendant 114 heures. 

L 1 agitation de la solution de placage en cuivre 
avec un courant d'air a faible pression permettra de sta- 
biliser la solution et facilitera le placage de la paroi des 
trous. Pour obtenir les resultats optimum, les plaquettes 
elles-memes doivent etre agitees doucement pendant la pe- 
riode de placage de f aeon a eviter un degarnis semen t lo- 
cal en solution- Le placage a une epaisseur de 15 a 20 mi- 
crons est possible ; au-dessus de cette valeur, le placage 
a tendance & ne plus etre uniforme et le revetement super-;: 
rieur adhere mal. Ceci doit etre evite car la presence de 
particules de cuivre mal liees provoquera une "grenaison" 
et un depot de cuivre non controle ou des zones non activees 
dans le substrat. 

Les trajets. en cuivre et les trous tr avers ants 
revetus obtenus de la f aeon precedente peuvent etre soudes 
avec des soudures plomb-§tain standard, ayant une resistan- 
ce a la traction typique de 140 a 170 gm/mra" 2 apres un essai 
de soudure de 3 secondes, 

Des durees atteignant 10 secondes ont etS obte- 
nues avec des resistances egales a la valeur moyenne ou pro- 
ches de celles-ci. La def alliance d'une zone soudee se pro- 
duit a I'interieur du film en resine conductrice, et non aux 
interfaces substrat-resine a l 1 argent, resine-cuivre, ou 
cuivre-soudure. 

Les dimensions des substrats ou des plaquettes 
imprimees ne sont limitees que par les methodes d' impres- 
sion a resine conductrice- II. est possible <ie procider au 
revetement en cuivre non electrolytique des trajets en re- 
sine chargee d T argent de n'importe quelle dimension, allant 
jusque et y compris une largeur de 0,25 mm. Aucune attaque 
a 1" acide n'est necessaire pour preparer ou pre-traiter les 
plaquettes ... 
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La presente invention permet de dSposer un trajet 
conducteur sur divers substrats et procure un moyen perraet- 
tant d'obtenir des connexions traversant la plaquette entre 
des zones selectionnees sur chaque c6t§ du substrat, ainsi 

5 qu'un moyen grace auquel des composants discrets peuvent 

etxe ins§r§s dans la plaquette et connectes aux zones con- 
ductrices par soudure. Le present proc§de permet <§galement 
d»int§grer des composants imprimis tels que des commutateurs 
et des bornes pouvant etre utilises avec des connecteurs 

10 aux bords £lastiques . 

II est bien evident que la description qui prece- 
de n'a St§ donnge qu't titre d'exemple non limitatif et 
que d-autres variantes peuvent etre envisagees sans sortir 
pour autant du cadre de 1' invention. 
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REVENDICATIONS 

1 - Procede de fabrication de dispositif s a cir- 
cuits imp rimes , caracterise en ce qu'il comprend les eta- 
pes suivantes : le dep6t d'un motif sur un substrat isolant, 
le motif etant const! tue d'une Egsine epoxy chargee a 1* ar- 
gent/ 1* immersion du substrat revetu de son motif dans un 
bain de placage en cuivre non electrolytique , puis le trai- 
tement du substrat plaque de f agon a consolider le motif 
revetu de cuivre . 

2 - Precede selon la revendication 1, caracteri- 
se en ce que la resine epoxy est une resine de bisphenol A 
comportant un produit de durcissement constitue d* amine 
aromatique . 

3 - Precede selon l'une des revendi cations 1 ou 
2, caracterise en ce que 1' argent est en forme de paillet- 
tes ayant un diametre de particules compris entre 20 et 
SO microns , 

4 - Procede selon l'une des revendi cations 1 a 3/ 
caracterise en ce que la resine epoxy chargee a 1' argent 
est deposee par impression avec ecran de sole. 

5 - Procede selon la revendication 4 f caracteri- 
se en ce que le substrat est une feuille ou une plaquette 
traversee par des trous, dans les zones recouvertes par le 

-.motif r le motif etant imprime a l'ecran de sole une premiere 
fois de facon a deposer la resine epoxy sur la face du subs- 
trat et une seconde fois de facon a deposer la resine epoxy 
sur les parois interieures des trous. 

6 - Procede selon l'une des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que le substrat est une f euille ou une 
plaquette, et en ce que le motif est depose sur les deux 
faces de la feuille ou de la plaquette. 

7 - Procede selon l'une des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce qu'il comprend I'etape d' immersion du 
substrat portant le motif imprime pendant une periode de 
temps predeterminee dans un solvant pour resine epoxy, puis 
le ring age du substrat avant son immersion dans le bain de 
placage en cuivre. 
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8 - Proc£d§ selon l'une des revendi cations 1 5 

7, caracterisg en ce qu'il comprend I'etape d" immersion du 
substrat portant le motif imprime pendant une periode de 
temps pr§d§terminee dans une solution 0,2-0,5 mole d'acide 

5 SnCl 2 # puis le rin^age du substrat avant son immersion dans 
le bain de placage en cuivre non electrolytique . 

9 - Proc§de selon l'une des revendications 1 I 

8, caract^risS en ce que le traitement de consolidation com- 
prend la cuisson du substrat a une temperature comprise en- 

lO tre 100°C et 140°C. 

10 - Procid€ de fabrication de dispositifs S 
circuits imprimis, caractSrise en ce qu'il est sensible- 
ment identique au proc€dS d§crit. 

11 - Dispositifs k circuits imprimSs , caractiri- 
15 s£ en ce qu'il est fabriqui par le procidi de l'une des re- 
vendications 1 a lO. 
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